FE D

Tear - drops

Zweck von Tear-drops:

Bei den heutigen Fein- u. Feinstleiterdesigns mit ihren hohen Packungsdichten,
verbunden mit entsprechend geringen Absténden, ist Platz flr Durchsteiger und
deren Pads ausgesprochene Mangelware.

Einerseits sind Leiterplattenhersteller aus Preisgrinden gezwungen, optimale
Panelausnutzungen auf mdglichst groBen Produktionsformaten zu realisieren,
andererseits sollte der Bohrdurchmesser der mechanisch gebohrten Durchsteiger
dennoch ein maximaler sein. (Bohren im Stapel, Bohrstreuung, Aspect Ratio). Durch
die Ausnutzung der Toleranzkette kommt es im ungdnstigsten Fall zu einem Versatz
von Bohrung zu Pad, wie er in Bild 1 dargestellt ist. Hier ist eine Kontaktierung nur
mehr Gber die Leiterquerschnittsfldche direkt an die Bohrhilse gegeben.

Durch Tear-drops kénnen jedoch sichere, ringférmige Leiter-Pad-Ankontaktierungen
gewahrleistet werden, welche die Zuverlassigkeit einer Leiterplatte wesentlich
erh6hen. (siehe Bild 2)

Bild 1 Bild 2
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Tear-drop Ausfiihrungen:

EineTear-drop-Variante, wie sie unten (Bild 3 u. 4) dargestellt ist, sollte aufgrund der
Tatsache, dass sich die Kreation von Tear-drops nicht (berall, (d.h. nicht auf jeden
abgehenden Leiter) realisieren 14Bt, erst gar nicht angewendet werden.

(Eine Antwort,warum das so ist, sind mir EDA-Hersteller /- Benutzer noch schuldig.)
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Bild 3 Bild 4 (skeletierte Darstellung)
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Absolut zuverlassig dagegen funktioniert die Snowman - Variante (siehe Bild 5 u. 6)

9 O
0. QQ

)

@@

[

Bild 5 Bild 6 (skeletierte Darstellung)
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Diese Variante bietet, abgesehen von ihrer Vollstandigkeit der Platzierung, noch
andere Vorteile:

e Die Paddurchmesser, die mit Tear-drops ausgestattet werden sollen, sind
frei wahlbar. (Betroffen sind praktisch nur bei den Vias, zumal sie aufgrund
ihrer kleinen Durchmesser einer gréBeren Bohrstreuung unterliegen)

e Mdoglichkeit der Parametereingabe fir den Tear-drop-Durchmesser (r),
sowie fUr das VersetzungsmaB der beiden Padmittelpunkte (y).

e Dadurch ergibt sich die Méglichkeit, Teardrops zu kreieren, die so klein wie
maoglich, aber so groB wie nétig sind! (siehe Bild 7)

Bild 7

Bei den heutigen Feinstleiterdesigns ist es ausreichend, wenn der Wert (x) bei
maximal 30um liegt, wobei idealerweise fiir x und y die folgende Beziehung gilt:

y:(R_’")-‘/E bzw. x=y+r—R

Eine Tear-drop Kreation sollte, sofern nétig, immer beim Leiterplattenhersteller
vorgenommen werden, wobei sie nur in Absprache mit dem Kunden (Designer)
erfolgen darf. Gerade bei hohen Stlickzahlen kann die Einbringung von Tear-drops
sehr empfohlen werden. Eine Steigerung von Yield, Qualitdt und Zuverldssigkeit
kommt letztlich Kunden und Lieferanten zugute.

W. Lobner, AT&S AG
Okt. 2002

Seite 3 von 3



